
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6章 
 
 
結言 
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まとめ 

 

半導体実装技術の現状と課題を抽出し、関連する材料の特性を明らかにすることを

目的に、以下の４項目につき系統的な調査を実施した。 

 

（1）高密度半導体実装パッケージの反り変形信頼性 

（2）FCパッケージのはんだ接合部の熱疲労強度信頼性 

（3）KGD検査システムの機械的接続信頼性 

（4）電解メッキによるバンプ高さの均一形成確保 

 

本研究を通じて、高密度半導体実装に関連する材料の信頼性課題に対して、材料

特性面、あるいは使用条件の最適値を明確にした。特に、半導体パッケージの反りに

関しては、樹脂物性に粘弾性と硬化収縮を考慮することで反り予測精度を向上させ、

樹脂物性の設計指針を明らかにした。その結果、全温度範囲で反りを抑制する樹脂

を早期に開発することが出来た。 

半導体パッケージの反りに対する主要因は、構成材料の熱膨張ミスマッチであるが、

パッケージの冷却/加熱速度、樹脂の吸湿量、樹脂流動特性、基板の予備加熱、基板

と樹脂との摩擦、金型クランプ圧などの影響も考えられる。今後、普及が予想される、

MCP や MCP のような有機材料との多層化パッケージでは、これらの制御も必要にな

って来ると考えられる。 
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